
ポリイミドは電子材料および機能材料で広く利用される
アミック酸が加熱によりイミド化する反応を FT-IR で追跡した

有機分析高分子

熱硬化樹脂をホットステージで加熱しながら FT-IR で連続測定することにより熱硬化反応を
追跡することができる。

FT-IRによる熱硬化樹脂の反応追跡
Tracking of the Thermosetting Reaction by FT-IR

測定例　イミド化反応の追跡 Tracking of the Imide Formation

<加熱前･後の IRスペクトル変化> <イミド化温度を変えて反応を追跡>

<組成が異なる樹脂のイミド化反応を追跡>

ポリアミック酸を加熱すると1725cm-1､1366cm-1 に
イミド基由来の吸収が現れる。 1366cm-1 のイミド基
C-N伸縮振動からイミド基の生成を追跡する

イミド化温度を変えて反応追跡した。温度により
イミド化率が異なることが判る

組成が異なる樹脂の反応追跡を行った
樹脂により、①イミド化開始温度、②イミド化速度、
③イミド化率が異なる

イミド基C=O伸縮振動

230℃加熱

230℃

加熱前

イミド基C=O伸縮振動

反応時間

反応時間

200℃
170℃

樹脂A
樹脂B
樹脂C

①

③

②（傾き）

O
O

O

O O

O

N N

O
O

NHC CNH

COHHOC

||

||

O
||

||

O

加熱
ポリアミック酸 ポリイミド

H2O－

Wavenumbers(cm-1)

Seconds

Seconds

Ab
so

rb
an

ce

Ar
bi

tra
ry

 U
ni

ts
Ar

bi
tra

ry
 U

ni
ts

株式会社 三井化学分析センター技術内容ほか、お問い合わせは
当社ホームページよりお願いいたします https://www.mcanac.co.jp
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